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Shenzhen Yuming Electronics Technology Co., Ltd.





 OSP浓缩液操作指引YM-NT603ALX
1.除油缸YM-SX601A开缸、化验与添加方法                                          

	开缸过程
	控制参数
	范围
	日常维护与添加

	a，除油缸的配制：先加入大半缸自来水，再加入槽液体积百分之五的工业级硫酸（含量99%），然后加入槽液体积百分之五的20倍除油添加剂YM-SX601A即可，最后用自来水补充至刻度。
	酸含量
	  3%-5%
	1.每班分析酸含量，控制在3%-5%.

2.每处理1000ft2双面板补加硫酸药水约1公斤.

添加量仅为参考,请按化验结果添加.

3. 20倍除油添加剂YM-SX601A开缸时用平常不用.

	
	温度（℃）
	35-45（38）
	

	
	时间（秒）
	30-60（45）
	

	化验方法
	分析控制方法：

1.抽一毫升工作液到250毫升的三角瓶中

   2.加入50毫升去离子水

   3.加入2～3滴甲基橙指示剂

   4. 用0.5N的NaOH滴定至黄色终点记录滴定量

   5.计算：（ml NaOH滴定量）×（N NaOH）×2.66= %酸含量

控制：

用浓缩液调节酸含量的方式：工作液酸含量应控制在3%-5%,低于3%时请按如下公式进行补加：

(目标值-实测值)* V  =硫酸添加量（升）

      V＝工作液总体积



2.微蚀缸YM-YT602A开缸、化验与添加方法                                            

	
	控制参数
	范围
	日常维护与添加

	b ，微蚀缸的配制：先加入大半缸自来水，再加入槽液体积百分之五的工业级硫酸（含量99%），然后加入槽液体积百分之五的20倍微蚀添加剂YM-YT602A，最后加入每升30克至40克工业级双氧水（含量50%）。例如：缸体积为200升，即加入6公斤至8公斤的双氧水。注意双氧水一定要用称称一下加入！
	微蚀量
	0.8-2μm（1.5μm）
	每班分析H2SO4、H2O2、Cu2+及微蚀深度

1.微蚀深度一般控制1-2微米,,其随H2O2 浓度,微蚀缸的温度升高而加深.

2. 控制应将H2SO4的含量在40-80g/L，浓度太低时请用工业硫酸进行添加

H2SO4添加量(KG)=(目标值-实测值)*V（缸体积） 
1000

3.H2O2 (50% ) 应控制在30g/L至40g/L的范围,偏低时请直接补(50% )H2O2.

H2O2 (50% )添加量(KG )=(目标值-实测值)*V（缸体积） 

1000
4. Cu2+控制在25g/L以下,浓度太高请放掉部分槽液或重新开缸. 

5.20倍微蚀添加剂YM-YT602A开缸换缸时用平常几乎不用.

	
	[Cu]
	＜35g/L（＜25）
	

	
	H2SO4
	40-80g/L（g/L）
	

	
	H2O2（50%）
	30g/L至40g/L 
	

	
	温度（℃）
	25-35（30）
	

	
	时间（秒）
	20-40（30）
	

	化验方法
	一、分析控制方法:

A .双氧水含量的分析控制

1.抽一毫升工作液到250毫升的三角瓶中

2.加入50毫升去离子水

3.加入5毫升50%的硫酸溶液

    4.摇匀后用0.1N的高锰酸钾标准溶液滴定至粉红色高锰酸钾数秒不退色为终点，记录高锰酸钾的消耗量.

5.计算:（ml KMnO4滴定量）×（N KMnO4）×34.02=  g/L H2O2 (50%)
B .H2SO4含量的分析控制

    1.抽一毫升工作液到250毫升的三角瓶中

    2.加入50毫升去离子水

    3.加入少量甲基橙指示剂

    4. 用0.5N的NaOH滴定至黄色终点记录滴定量

    5.计算：（ml NaOH滴定量）×（N NaOH）×49=  g/L （H2SO4100%）

C .铜离子含量分析控制

     1.抽一毫升工作液到250毫升的三角瓶中

     2.加入50毫升去离子水

     3.加入少量NH3.H2O使溶液颜色变成蓝色纯清

     4.加入少量PAN指示剂

     5.用0.05N EDTA.2Na标准溶液滴定至浅黄绿色终点，记录下消耗量

6.计算：（mlEDTA.2Na滴定量）×（N EDTA.2Na）×63.54= g/L Cu2

 7.调整：如铜离子含量高于30g/L，抽出1/3~1/2旧工作液，然后补加等量新原液

微蚀量控制：

1、 准确的切割一片无孔的裸铜板，约3”×3”或4”×4”，量出准确尺寸

2、 酸洗铜板以去除氧化膜 ，用水冲洗，在120°F烘炉内烘干及在干燥瓶内冷却

3、 称取铜板的重量（×）（准确度小数点、后4位）

4、 把铜板按正常生产程序放入生产线

5、 在微蚀工序后出

6、 把铜板放在120°F的烘炉烘干数分钟，在干燥瓶内冷却，再称重（Y）

7、 计算：
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要求：1.微蚀速度控制在40—80比较合适（40微英寸相当于1微米）

2.   1平米英寸=6.4516平方厘米 ,  1平方厘米=0.155平方英寸

	
	


                                                                 3.抗氧化浓缩液YM-NT603ALX开缸、化验与添加方法
	开缸过程
	控制参数
	范围
	日常维护与添加

	C，抗氧化的配制：先加入大半缸水，再加百分之十10倍抗氧化浓缩液YM-NT603ALX，再将每升10毫升左右的氨水慢慢加入缸内，再加水至刻度。
	有效成分含量
	90%-110%（100%）
	每班分析YM-NT603LX浓度,PH值和膜厚

1. YM-NT603LX的浓度应控制在90%-110%之间,不低于90%即可。 浓缩液YM-NT603ALX的补加方法为:补加量（ml） =(100%-实际浓度)×100×工作液总体积,液位不够请用原液补加.
2.每处理1000ft2双面板补加YM-NT603ALX药水约0.5公斤浓缩液。

	
	PH
	3.8-4.0
	

	
	膜厚
	0.15-0.3（0.2μm）
	

	
	温度（℃）
	40-45（42）
	

	
	时间（秒）
	60-90（75）
	

	化验方法


	分析控制方法：1、YM-NT603LX的浓度测定：
准备： 1）752N型UV紫外分光光度计
2）1cmUV石英或UV硅瓶

3）250ml容量瓶

4）1ml球状移液管 
5）溶解液（取27.8克的分析纯浓盐酸加入到1000ML的容量瓶中，取100克的甲醇（AR）到容量瓶中，并用D.I.水定容到1000ML刻度） 

操作: 用紫外分光光度计进行浓度分析和膜厚分析，因为不同的光度计之间存在着差异，必须确定每一套设备的分析因素（F（s），F(t)） .
1) 把紫外线光谱仪开关打开,预热十分钟;

2) 取1ml YM-NT603LX工作液,于250ml容量瓶中用溶解液稀释至刻度,即1ml稀释到250ml,摇到完全均匀;

3) 调整仪器到284nm,把装有溶解液和工作液样品的UV瓶装入光谱仪的工作仓;

4) 用溶解液来调校0.00吸收率;

5) 读取工作液吸收率;

6) 可重复4)至5)步,再求平均吸收率.记录为A1.
YM-NT603LX浓度=104A1(%)
2、YM-NT603LX膜厚测定:

准备: 

1）752N型UV紫外分光光度计

2）40mm×40mm裸铜板

3）溶解液（取27.8克的分析纯浓盐酸加入到1000ML的容量瓶中，量取100克的甲醇（AR）到容量瓶中，并用D.I.水定容到1000ML刻度）

4）1cmUV石英或UV硅瓶

5）25ml球状移液管

6）250ml烧杯

操作:

1) 一片双面的40mm×40mm裸铜板在铜面有机保焊剂生产线上处理.要按生产温度及时间进行.

2) 把上一步处理过的裸铜板放在一干净的250ml烧杯内.

3) 用25ml移液管取两次共50ml的溶解液,放进烧杯内,轻微摇动烧杯三分钟,三分钟后必须抽起裸铜板.

4) 用溶解液在284nm波长校零

5) 再以第三步准备的液体更换,读取在284nm波长的吸收率A2.

6) 计算:吸收率×0.328= YM-NT603LX成膜厚度(微米) T=0.105A2V/S


5.换缸和保养

	缸号
	换缸条 件
	换缸方法
	保  养

频  率
	保  养  方  法

	除油
	每做

80-100 ft2/L
	1.排掉旧液
	每月一次
	1. 注满DI水浸泡1~2小时

	
	
	2.以DI水冲洗缸体及滚轮
	
	2.以5% H2SO4浸泡1~2小时

	
	
	3.开新缸
	
	3.重复步骤1直到PH值＞5.0即可

	微蚀
	[Cu]

超过35g/L
	1.排掉旧液或保留1/3旧液
	每月一次
	1. 以5% H2SO4浸泡1~2小时

	
	
	2.以DI水冲洗缸体及滚轮
	
	2. 注满DI水浸泡1~2小时

	
	
	3．开新缸
	
	3.重复步骤2直到PH值＞5.0即可

	抗氧化
	实际做板达到80~100万ft2
	1.排掉旧液
	每月一次或[Cu] ＞500ppm
	1.以5%NOH浸泡2~3小时

	
	
	2.以DI水冲洗缸体及滚轮
	
	2.注满DI水浸泡1~2小时

	
	
	3.注满DI水浸泡1~2小时
	
	3.以3% H2SO4浸泡1~2小时

	
	
	4.以5%甲酸浸泡2~4小时
	
	4.注满DI水浸泡1~2小时

	
	
	5.注满DI水浸泡1~2小时
	
	5.以5%甲酸浸泡2~4小时

	
	
	6.重复步骤2直到PH＞5.0即可
	
	6.重复步骤2直到PH＞5.0即可


※抗氧化缸到了换缸条件必须要及时换缸,否则可能会导致如下品质隐患:

1.PCB板经过水洗段进入抗氧化缸时,始终无法被彻底清洗干净,板面残留的硫酸根离子及其它杂质长期带入抗氧化缸可能会影响品质.

2.PCB板进入抗氧化段后,PCB板面的铜离子会游离到抗氧化液中,使药液中的铜离子含量不断增加.从而会影响沉积上去的OSP膜的品质.
� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���
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      Tel：８６－７５５－８６１５４１０９          Fax：８６－７５５－８６１５４１１０


Http：//www.nt603.com                 E-mail：szbock001@vip.163.com
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